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 EG수지피복강판의 전도성 향상을 위한 표면처리 된 나노금속분말의 도입효과

Effect of Surface-treated Nano-metals on the improvement of Electrical Conductivity
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초 록: 가전분야에서 EG강판 위에 피복된 크롬－프리 코팅은 내식성 및 심미성 이외에도 전기전도성이 요구되는데 이

는 가전기기로 사용되므로 전자파 차폐성  및 용접성을 부여하기 위함이다．내식성의 관점에서 보면 코팅된 수지 부

착량이 많을수록 부식인자의 침투를 방해하여 내식성이 향상되나 일정한 부착량 이상에서는 전기전도성이 취약해지는 

단점을 가지게 된다． 따라서 본 연구에서는 수지내에 나노금속분말을 고르게 분산시키는 연구  및 이를 이용하여 기

존의 수지두께 이상에서도 전기전도성을 가질 수 있는 강판을 연구하였다．

1. 서론
수용성 수지내의 나노금속분말의 분산안정성 향상을 위해 나노금속분말의 표면에 고분자 브러쉬를 도입하였으며 이 

블러쉬는 두단계로 합성되었다．우선 수용성 고분자인 PEG를 이용하여 실란 그룹과 반응시켜 브러쉬를 합성한 후 이

것을 금속표면의 hydroxyl기와 반응시켜 고분자 블러쉬가 달린 나노금속분말을 합성하였다．그 후 수용성 수지를 EG

강판 위에 코팅하였다．

2. 본론

본 연구에서 고분자 블러쉬의 합성 여부는 FT-IR로 확인하였으며 고분자 블러쉬가 표면에 처리된 나노금속분말의 분

산안정성은 침강도분석기（Turbiscan)을 이용하여 확인하였다．（Fig 1) 그 결과 고분자 블러쉬가 도입된 나노금속분

말이 원래의 상태보다 수지 내 분산안정성이 향상되는 것이 관찰되었으며 강판의 도포 후에는 나노금속분말의 효과로 

인해 일반수지가 도포된 강판은 ２μm의 두께에서 １０
７
Ω의 저항을 가지나 나노금속분말이 함유된 강판은 동일 두께

에서 ０．１mΩ의 저항으로 월등히 향상된 전기전도성을 보였으며 SST（Salt Spray Tester)를 이용한 내식성 평가에서

도 양호한 결과를 관찰하였다．

Fig. 1. Comparison of solution stability of a)pristine and b)surface-treated 

Sn nanoparticles in water by light scattering measurement

3. 결론

고분자 러쉬가 도입된 나노금속분말은 블러쉬의 효과로 인해 뭉침현상 없이 수지내 분산안정성이 향상되었으며 나노

금속분말을 함유한 수지는 EG강판의 도포시 일반강판에 비해 월등한 전기전도성의 향상을 보였다
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